B Warmemanagement

Silikon aus
der Spritze

Dispensierte, vorgehartete Gap Filler
auf dem Vormarsch

Warmeschnittstellen-Pads bilden
derzeit die erste Wahl fiir Gehau-
seentwickler, um die Warme in
elektronischen Geraten und Bau-
gruppen effektiv abzuleiten.

So genannte Die-Cut-Pads lassen
sich im Gegensatz zu den bisher
ublichen Warmeleitpasten sauber
und einfach aufbringen —
allerdings zu hoheren Kosten.
Welche Alternative es dazu gibt,
lesen Sie hier.

Caroline Ricouard*

Warmeschnittstellen-Pads spielen
auch in Applikationen eine wichti-
ge Rolle, die eine elektrische Isolierung
zwischen Baustein und Kiihlkérper
bendtigen. Die Pads bestehen aus einem
Tréger, der mit Silikon beschichtet ist,
das warmeleitfahige Fllstoffe enthalt.
Um eine elektrische Isolierung zu ge-
wahrleisten, werden die Pads bis zu
einem gewissen Grad vorkomprimiert.

Im Gegensatz dazu besteht bei her-
kdommlichen Warmeleitpasten die Gefahr,
dass sich Baustein und Kahlkérper direkt
beriihren - wenn die Paste durch &duRere
Einwirkungen zusammengedriickt wird.
Dies trifft vor allem auf Baugruppen zu,
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in denen die Oberflache eines oder bei-
der eng aneinander liegender Kompo-
nenten nicht sehr eben ist.

Fir die wachsende Zahl von Applikatio-
nen mit groRerem Liickenschluss wer-
den so genannte Gap-Filling-Pads ange-
boten. Sie bieten eine schnelle Lésung
fiir einen Lickenschluss, fir den her-
kémmliche Warmeschnittstellen-Pads
und Pasten nicht mehr ausreichen.
Aufgrund der Fortschritte hinsichtlich
Zusammensetzung und Eigenschaften
dispensierbarer Warmeschnittstellenma-
terialien ist ein genaues und abfallfreies
Applizieren des Materials moglich. Da-
durch lassen sich die Werkstoffe in zahl-
reichen Applikationen mit Warme-
schnittstellen-Pads, Gap-Filling-Pads
und Pasten anwenden.

Die neue Generation dispensierbarer
Materialien besteht aus einem Einkom-
ponenten-Silikon, das Keramikpartikel
enthalt, die einen Warmetransport ge-
wahrleisten. Da das Material vorgehartet
ist, kdnnen die Bauteile sofort nach dem
Auftragen auf die jeweilige Oberflache
montiert werden.

Zum Vergleich: Viele der aktuellen Dis-
penser-Materialien bestehen aus Zwei-
komponenten-Systemen, die erst nach
dem Auftragen auf die Bauteiloberflache
aushérten. Zu den Nachteilen dieses An-
satzes zéhlen der hohe Zeitaufwand fiir
das Aushérten nach dem Auftragen und
das Einhalten des richtigen Mischungs-
verhéltnisses beider Komponenten.

Neue Zusammensetzungen
und Eigenschaften

Die vorgehérteten, dispensierbaren
Thermal Interface Gap Filler T630, T635
und T636 von Chomerics sind viskoelas-
tisch und formstabil. Damit lassen sich
grof3e und unebene Zwischenrdume mit
einer Dicke von 0,25 mm und mehr fl-
len. In Baugruppen, die zur elektrischen
Isolierung einen garantierten Abstand
zwischen Bauteilen erfordern, steht eine
Version des Werkstoffs 0,25 mm grofRen
Glaskugelchen zur Verfligung, die eine
Komprimierung verhindern.

Der Entwickler kann unter verschiede-
nen Zusammensetzungen wahlen, um
die fiir die Anwendung beste Warmeab-
fiihrung zu erzielen.

Die Herstellkosten wérmeleitfahiger Fall-
stoffe sind allerdings sehr hoch, da die
Partikelgrofde sorgfaltig ausgewahlt und
gesteuert werden muss, um die thermi-
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sche Leistungsféhigkeit des Endmateri-
als zu gewahrleisten. Je nach Applikati-
on muss das geeignete Material gewahlt
werden. Entscheidet man sich fir einen
Werkstoff, dessen Warmeleitcharakteris-
tik jenseits der Applikationsanforderun-
gen liegt, kann dies unnétige Kosten
verursachen.

Die Warmeleitfahigkeit der bei Chome-
rics verfligbaren Materialien reicht von
0,7 bis 2,4 W/m-k. Diese Zahl ist ledig-
lich ein Maf3 fiir den Warmewirkungs-
grad des Schnittstellenmaterials. Die
thermische Leistungsfahigkeit einer
Baugruppe hangt von zahlreichen ande-
ren Faktoren ab: der letztendlich kom-
primierten Dicke des Schnittstellenma-
terials, der Kontaktoberfliche und wie
viel Luft in der Schnittstelle enthalten ist.
Die Werkstoffe auf der Basis von Ein-
komponenten-Silikonen verformen sich
bereits bei einem geringen Anpress-
druck, der geringer als bei Gap Fillern
aus Die-Cut-Materialien ist.

Das Silikon verteilt sich sehr einfach
und fillt Luftlécher in der Schnittstelle
aus. Damit eignet es sich besonders fiir
Applikationen, in denen kein hoher An-
pressdruck bei der Montage angewen-
det werden kann oder in denen ein zu
hoher Druck die Belastbarkeit von Bau-
teilen, Létverbindungen und Anschliis-
sen Ubersteigt.

Das Einbringen eines weichen Gap-Fil-
ling-Materials zwischen empfindliche
elektronische Bauteile und einem
Gehause oder Kihlkorper bietet auch
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mechanische Vorteile, da Vibrationen ge-
dampft werden und die Bauteile vor
plétzlichem Stof geschiitzt sind. Durch
die fortschreitende Miniaturisierung der
Elektronikschaltungen und die Nachfra-
ge nach tragbaren Geraten wird dieser
Aspekt in letzter Zeit immer wichtiger.

Formstabil tber den
Betriebstemperaturbereich

Derartige Gerate kdnnen wesentlich
haufiger auf den Boden fallen oder in
rauen Umgebungsbedingungen einge-
setzt werden als Bliro- oder Laborgerate.
Die dispensierten Silikone lassen sich in
einem Betriebstemperaturbereich von
-50 bis 150 °C anwenden. Die hohe Sta-

bilitdt des Materials verhindert ein
Nachgeben und Verrutschen auch bei
hohen Temperaturen. Im Gegensatz zu
Wérmeleitpasten veréndert sich die Zu-
sammensetzung der Silikone wahrend
ihrer Betriebslebensdauer nicht - sie
werden weder hart noch flissig. Somit
bleibt der Warmewirkungsgrad der Bau-
gruppe als Ganzes konstant. Herkomm-
liche Warmeleitpasten trocknen im Lau-
fe der Zeit aus; dieser Vorgang kann
sich durch raue Umgebungsbedingun-
gen und Temperaturschwankungen
noch beschleunigen. Pasten tendieren
auch dazu, aus der Schnittstelle auszu-
flieBen und beeintrachtigen somit die
Gesamtleistungsfahigkeit der Baugrup-
pe, was zu héheren Betriebstemperatu-
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Applikation der Gapfill-Materialien T635 und T636

[] Drei Pluspunkte

Im Vergleich zwischen dispen-
sierten Gap Fillern und Wér-
meschnittstellen-Pads bzw.
Die-Cut Gap Fillern auf Trager-
folien weisen dispensierte
Gap Filler klare Vorteile auf:
Erstens kostet das Material
selbst weniger. Zweitens ist
die Montage von Die-Cut-
Pads in einer Applikation nur
schwierig und mit hohen
Kosten zu automatisieren.
Drittens ist der Abfall bei
dispensierten Materialien
wesentlich geringer.

» ren fiihren kann, die eine kiirzere
Geratelebensdauer bedingen kdnnen.
Vorgehértete Thermal Gap Filler stehen
in Spritzen, Kartuschen oder Eimern zur
Verfligung. Spritzen enthalten ein Volu-
men von etwa 30 cm3 und eignen sich
fir Anwendungen mit kleinen Stiickzah-
len oder fir Wartungsarbeiten im Feld,
wenn eine manuelle Platzierung des
Materials angebracht ist. Sie lassen sich
an ein pneumatisches System anschlie-
Ren und halbautomatisch applizieren.
Kartuschen und Eimer sind ausschlief3-
lich fir pneumatische Systeme zum au-
tomatischen Applizieren in Montageli-
nien gedacht. Kartuschen kénnen bis zu
850 g Material enthalten, rechteckige
Eimer bis zu 25 kg. Damit eignen sie
sich fur die Massenproduktion. GroRere
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Behalter gestalten die Produktionsaus-
fallzeiten so gering wie mdglich. Mithilfe
eines dosierenden Pneumatiksystems ist
eine schnelle und wiederholte Applizie-
rung des Materials moglich.

Wirtschaftliche Losung mit
hoher Leistungsfahigkeit

Losungen fiir das Warmemanagement
haben sich im Laufe der Zeit weiter ent-
wickelt und wurden an die Anforderun-
gen der Elektronikindustrie angepasst.
Noch bis vor kurzem waren Warmeleit-
pasten fiir die meisten Anwendungen
ausreichend. Durch die Miniaturisierung
Warme erzeugender Bauteile mit An-
schlussdréhten wurden Warmeschnitt-
stellen-Pads erforderlich, die zwischen
der Grundplatte eines Bausteins und
einem Kuhlkérper montierbar sind. Die
steigende Zahl der SMD-Designs
schaffte einen Markt fiir Die-Cut-Gap-
Filling-Pads, mit denen eine Warme-
kopplung der heiRen Bauteiloberseite
mit einem Gehduse gewahrleistet wird,
das gleichzeitig als Kiihlkérper dient.
Vorgehartete, dispensierbare Gap Filler
bieten eine wirtschaftliche Lésung mit
einer hohen Leistungsfahigkeit und Sta-
bilitdt. Durch die Mdglichkeit der auto-
matisierten Applizierung eignen sie sich
auch fur die Massenproduktion. (kr)
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www.elektronikpraxis.de

B Mehr Informationen zu den
Gap Fillern T630, T635 und T636

InfoxClick 172256


MMaurer
Textfeld
53001222




